                                          
[bookmark: _Toc29052][bookmark: _Toc11392]附件
[bookmark: _GoBack]2026中国电子学会博士生科研激励计划
（集成电路专项）申请表（模板）
[bookmark: _Toc25448][bookmark: _Toc805][bookmark: _Hlt95212291]一、基本情况
	姓名
	
	性别
	
	出生日期
	

	学校
	
	年级
	博士X年级
/直博X年级
	CIE会员号
	

	预计毕业年月
	
	手机号
	
	电子邮箱
	

	个人主页
	没有可不填

	教育背景

	学业阶段
	时间段
	学校/科研院所
	专业
	GPA及排名

	本科
	
	
	
	

	硕士
	
	
	
	

	博士
	
	
	
	





[bookmark: _Toc16850]二、个人研究概述
	简述本人主要研究领域和亮点成果，其中亮点成果应分段描述（1000字以内）



[bookmark: _Toc26305]三、参与的项目经历（不超过5项，请按时间倒序填写）
	起止时间
	项目名称
	批准立项部门
	负责工作简述（100字以内）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	





[bookmark: _Toc24662]四、荣誉和奖项（不超过5项）
	年份
	奖项名称
	获奖等级
	个人排名

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




[bookmark: _Toc32472]五、代表性知识产权目录（不超过5项，请按时间倒序填写）
	序号
	知识产权类别
	论文名称/专利名称
	发表/授权时间
	本人排序
	专利编号/引用次数
	论文检索数据库

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	













六、科研激励计划相关
	计划开展研究的方向
	根据研究兴趣、知识储备及未来规划，选择1-2个研究方向（研究内容描述见附件2）

	
	首选研究方向
	

	
	备选研究方向
	

	研究目标和规划
	包括研究问题、研究目标、研究思路、研究内容及规划时间表等



[bookmark: _Toc26065]附件
一、必备附件
1. 导师推荐意见
2. 所获奖励和荣誉证书扫描件
3. 包括所列发明专利、论文（专著）证明材料。专利提交说明书摘要页扫描件。论文提供全文，专著提供专著封面、版权页及目录页扫描件。每个知识产权1个PDF文件。
二、其他附件


[bookmark: _Toc7887]导师推荐意见
	姓名
	
	职务职称
	
	CIE会员号
	

	工作单位
	
	所在院系
	

	研究方向
	
	电子邮箱
	

	电话
	

	推荐意见：
（300字以内，简述学生能力亮点）




推荐人签字：              
                               年      月      日




1


